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内容概要

结构陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、化学稳定性和生物相容性好等优异性能，
在能源、航天、机械、化工、环保、生物和医学等领域得到愈来愈多的应用。
谢志鹏编著的《结构陶瓷》是作者在过去20多年里从事结构陶瓷材料教学和科学研究工作的基础上编
写的，力图全面系统地介绍结构陶瓷的基础研究和技术发展，并反映国内外的最新研究进展。
《结构陶瓷》内容包括四部分：（1）结构陶瓷的基本理论与性能表征；（2）结构陶瓷的先进制备工
艺，如陶瓷粉体合成、现代成型工艺、先进烧结技术、精密加工技术等；（3）氧化物结构陶瓷、非
氧化物结构陶瓷的研究和发展；（4）近年来发展起来的超高温陶瓷、透明陶瓷、可加工陶瓷等其他
新型结构陶瓷的制备与应用。

《结构陶瓷》适合大专院校、科研院所材料及其他相关专业的师生和从事工程陶瓷研究、制造的科技
工作者阅读参考。
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作者简介

谢志鹏，男，1957年出生于江西。
工学博士，清华大学材料科学与工程系教授、博士生导师，现任清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重
点实验室副主任，美国陶瓷学会会员，中国机械工程学会工程陶瓷专业委员会副理事长。
1982年毕业于湖南大学化学化工系，1993年于清华大学材料科学与工程系获博士学位，1995至1996年在
苏黎世瑞士联邦理工大学从事博士后研究工作，1999至2000年在澳大利亚墨尔本MoIaash大学担任高级
访问研究员并参加国际合作项目，2007年在美国中佛罗里达大学和弗吉尼亚理工大学从事合作研究与
访问交流。
主要从事结构陶瓷材料的科研与教学工作，研究方向包括：结构陶瓷的胶态成型工艺、快速烧结、注
射成型、陶瓷自增韧、透明陶瓷、纳米及复合陶瓷等新材料制备技术，以及超低温、超高温与核辐射
等极端条件下陶瓷的结构性能与应用研究。
作为课题负责人，先后承担国家高技术计划（863计划）项目、国家重点基础研究发展计划（973计划
）项目、国家自然科学基金项目等国家级课题10余项。
已在国内外期刊和学术会议上发表学术论文200余篇，其中被SCI收录130篇，被EI收录80余篇，论文和
研究成果被国内外研究工作者引用1000余次。
申请国家发明专利27项，已授权17项；有8项研究成果通过教育部鉴定。
1996年获清华之友一优秀青年教师群体奖，1998年获清华美国联合技术公司一容闳科技教育奖，2004
年获得教育部科技进步一等奖，2005年获得国家技术发明二等奖（排名第三）。
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章节摘录

版权页：插图：粉体的特性对于后续的成型和烧结都有着显著影响，特别是对陶瓷最终显微结构和力
学性能具有重要作用。
通常纯度高、粒径细小均匀且烧结活性好的粉体有利于制得结构均匀致密和力学性能优异的结构陶瓷
材料。
先进的陶瓷粉体特征主要包括颗粒大小、粒径分布、颗粒形状、团聚度、化学纯度及相组成。
此外，粉体表面的结构以及化学状态对烧结活性也具有重要影响。
颗粒尺寸、形状、粒径分布和团聚度将直接影响到成型坯体和烧结体的显微结构。
通常亚微米级的陶瓷粉体对于注浆或胶态成型的悬浮体制备是有利的，而且烧结活性较高容易得到高
密度的陶瓷坯体和烧结体（黄勇，1994）。
粒径分布较宽的粉体或双峰分布的粉体，虽然有可能达到高的坯体堆积密度，但在烧结过程中，其显
微结构的控制将变得困难。
因为大晶粒常常会吞噬小晶粒而快速长大，导致结构不均匀，力学性能变差。
而粒径分布比较窄的粉体的均匀堆积，一般可以保证更好地控制显微组织；而球形或等轴状的粉体颗
粒对于控制粉体堆积的均匀性是有利的。
粉料团聚会导致成型坯体的不均匀性，这又会在烧结过程中因各部位收缩速率不同而导致“差异烧结
”，从而在烧结体中形成大的不规则孔洞或类似裂纹的孔洞。
这些孔洞成为潜在的裂纹源，从而大大降低材料的力学性能和可靠性。
可见，粉末的团聚会严重影响烧结后陶瓷的致密度和显微结构的均匀性。
通常团聚可分为两类，即颗粒之间以弱的范德华力连接的软团聚和颗粒之间以强化学键连接的硬团聚
。
对于陶瓷粉体最理想的状态是避免团聚，但是在大多数情况下是不太可能的；此种情况下，可允许软
团聚而应该尽可能避免硬团聚。
因为与硬团聚相比，软团聚常常可以更简单地通过机械方法（如球磨、搅拌磨）或在液体中的分散来
打破，硬团聚则无法被打破分散。
粉体中表面杂质一方面可能对颗粒在液体中的分散带来不利，因为杂质离子会减小双电层厚度和Zeta
电位，增大陶瓷悬浮体的黏度；另一方面杂质有可能导致在烧结过程中产生少量液相，这会导致少数
晶粒的异常长大，难以获得晶粒均匀细小的显微结构。
综上所述，对于制备结构陶瓷或先进陶瓷所期望的粉末特性应该为：颗粒直径为亚微米级，粒径分布
窄，颗粒形状呈球形或等轴状，无团聚或只有软团聚，粉末纯度高无杂质及呈单相和单分散体系。
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编辑推荐

《结构陶瓷》是清华大学学术专著之一。
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